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【手続補正書】
【提出日】令和2年12月4日(2020.12.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　三次元成形回路部品であって、
　金属部と樹脂部とを含む基材と、
　前記樹脂部上に無電解メッキ膜により形成されている回路パターンと、
　前記基材上に実装されており、前記回路パターンと電気的に接続しており、発熱源とな
る実装部品とを有し、
　前記樹脂部の一部は、その周囲よりも厚さが薄い樹脂薄膜を前記金属部上に形成してお
り、
　前記基材上には、前記樹脂薄膜により形成される底と、前記樹脂薄膜の周囲の前記樹脂
部により形成される側壁とによって凹部が区画されており、
　前記樹脂薄膜上に前記回路パターンが形成され、
　前記実装部品は、前記樹脂薄膜を介して前記金属部上に配置され、
　前記樹脂薄膜上において、前記実装部品はその背面で前記樹脂薄膜上に形成された前記
回路パターンと電気的に接続しており、
　前記基材は、前記金属部と前記樹脂部との一体成形体であり、
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　前記樹脂薄膜の厚さが０．０１ｍｍ～０．５ｍｍであり、
　前記樹脂薄膜の面積が、前記樹脂薄膜上に配置される前記実装部品１個当たり、０．１
ｃｍ２～２５ｃｍ２であることを特徴とする三次元成形回路部品。
【請求項２】
　前記樹脂薄膜の面積が、前記樹脂薄膜上に配置される前記実装部品１個当たり、０．４
９ｃｍ２～２５ｃｍ２である請求項１に記載の三次元成形回路部品。
【請求項３】
　三次元成形回路部品であって、
　金属部と、樹脂部とを含む基材と、
　前記金属部上に形成されている熱硬化性樹脂又は光硬化性樹脂を含む樹脂薄膜と、
　前記樹脂部及び前記樹脂薄膜上に無電解メッキ膜により形成されている回路パターンと
、
　前記樹脂薄膜上に実装されており、前記樹脂薄膜上において、その背面で前記樹脂薄膜
上に形成された前記回路パターンと電気的に接続しており、発熱源となる実装部品と、を
有し、
　前記基材上には、前記樹脂部により形成される側壁と、前記樹脂薄膜により形成される
底とによって凹部が区画され、
　前記樹脂薄膜の厚さが０．０１ｍｍ～０．５ｍｍであり、
　前記樹脂薄膜の面積が、前記樹脂薄膜上に配置される前記実装部品１個当たり、０．１
ｃｍ２～２５ｃｍ２である三次元成形回路部品。
【請求項４】
　前記樹脂薄膜には、絶縁性の放熱材料が含有されていることを特徴とする請求項３に記
載の三次元成形回路部品。
【請求項５】
　前記樹脂部が発泡セルを含むことを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の三
次元成形回路部品。
【請求項６】
　前記樹脂部が発泡セルを含み、前記樹脂薄膜が実質的に発泡セルを含まないことを特徴
とする請求項５に記載の三次元成形回路部品。
【請求項７】
　１個の前記凹部に対して１個の前記実装部品が実装されており、
　前記凹部の底の形状及び面積が、前記底と接触する前記実装部品の面の形状及び面積と
略同一であることを特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載の三次元成形回路部品
。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明の第１の態様に従えば、三次元成形回路部品であって、金属部と樹脂部とを含む
基材と、前記樹脂部上に無電解メッキ膜により形成されている回路パターンと、前記基材
上に実装されており、前記回路パターンと電気的に接続しており、発熱源となる実装部品
とを有し、前記樹脂部の一部は、その周囲よりも厚さが薄い樹脂薄膜を前記金属部上に形
成しており、前記基材上には、前記樹脂薄膜により形成される底と、前記樹脂薄膜の周囲
の前記樹脂部により形成される側壁とによって凹部が区画されており、前記樹脂薄膜上に
前記回路パターンが形成され、前記実装部品は、前記樹脂薄膜を介して前記金属部上に配
置され、前記樹脂薄膜上において、前記実装部品はその背面で前記樹脂薄膜上に形成され
た前記回路パターンと電気的に接続しており、前記基材は、前記金属部と前記樹脂部との
一体成形体であり、前記樹脂薄膜の厚さが０．０１ｍｍ～０．５ｍｍであり、前記樹脂薄
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膜の面積が、前記樹脂薄膜上に配置される前記実装部品１個当たり、０．１ｃｍ２～２５
ｃｍ２であることを特徴とする三次元成形回路部品が提供される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明の第２の態様に従えば、三次元成形回路部品であって、金属部と、樹脂部とを含
む基材と、前記金属部上に形成されている熱硬化性樹脂又は光硬化性樹脂を含む樹脂薄膜
と、前記樹脂部及び樹脂薄膜上に無電解メッキ膜により形成されている回路パターンと、
前記樹脂薄膜上に実装されており、前記樹脂薄膜上において、その背面で前記樹脂薄膜上
に形成された前記回路パターンと電気的に接続しており、発熱源となる実装部品と、を有
し、前記基材上には、前記樹脂部により形成される側壁と、前記樹脂薄膜により形成され
る底とによって凹部が区画され、前記樹脂薄膜の厚さが０．０１ｍｍ～０．５ｍｍであり
、前記樹脂薄膜の面積が、前記樹脂薄膜上に配置される前記実装部品１個当たり、０．１
ｃｍ２～２５ｃｍ２である三次元成形回路部品が提供される。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本態様において、前記樹脂薄膜には、絶縁性の放熱材料が含有されていてもよい。
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